
“多终端适配智能扬声器模组研发与产业
化”成果登记公示信息

成果名称： 多终端适配智能扬声器模组研发与产业化

完成单位： 音品电子（深圳）有限公司

完成人员：
李知勇,朱木兰,何光佑,黄娟,刘丽娇,何铁林,赵胜,李少林,黄元龙,
刘志豪,赖特,阮琦,慈伟杰

研究起止日期： 2024-03-01至 2024-12-31

主要应用行业： 信息传输、软件和信息技术服务业

高新技术领域： 电子信息

评价单位： 产学研(广州)科技项目评价有限公司

评价日期： 2026-01-16

成果简介：

一、课题来源与背景

本课题源自企业内部立项，立足人工智能、物联网与 5G 通

信技术深度融合的产业背景。当前，智能语音交互已成为人机交

互核心入口，智能扬声器模组作为关键硬件载体，其性能与多终

端适配能力直接影响终端产品体验与市场竞争力。全球智能终端

市场持续扩张，应用场景从家庭向车载、教育、办公等领域延伸，

对扬声器模组的高性能、高兼容性及快速适配提出迫切需求。然

而，国内高端模组市场长期被国外企业主导，存在核心技术受制

于人、适配周期长、成本高、供应链安全风险突出等问题。为打

破国外技术垄断、提升产业链自主可控能力，响应智能终端产业

对核心声学硬件的迫切需求，开展本项目的自主研发与产业化工

作。

二、技术原理及性能指标

（一）技术原理



1.压电 MEMS 复合振动膜技术：创新设计 “中心圆形 + 双

环形” 复合振动膜结构，结合有限元仿真预优化与粒子群算法动

态调校，通过原子层沉积（ALD）等精密工艺实现纳米级均匀制

备，达成不同振动膜在全频段的协同共振。

2.模块化适配技术：构建 “核心板 + 扩展板” 硬件架构，

核心板固化标准化声学性能，扩展板可灵活适配不同终端接口与

供电需求，配套统一可配置软件系统及多终端、多场景参数库。

3.智能声学处理与协同技术：整合多麦克风阵列波束成形与

自适应噪声抑制算法，结合基于 UWB 的低延迟多终端协同通

信协议，实现复杂环境下稳定交互与跨设备无缝流转。

4.全链条国产化制造技术：整合 100% 国产化核心元器件供

应链，搭建自动化产线，通过自动化检测与统计过程控制，实现

高良率规模化生产。

（二）性能指标

1.核心声学性能：频响范围覆盖 20Hz–20kHz 全音频段，信

噪比≥65dB，总谐波失真低于 1%，最大声压级可达 85dB 以上，

远场有效拾音距离≥8 米。

2.智能交互性能：安静环境下唤醒词识别率≥99%，80dB 噪

声环境下连续语音识别准确率≥92%，本地唤醒响应时间＜300

毫秒，指向性拾音角度覆盖 120°。

3.环境适应性与可靠性：工作温度范围 - 40℃至 + 85℃，

存储温度范围 - 40℃至 + 105℃，可通过 1000 小时高温高湿测

试及 1000g 机械冲击测试，核心发声单元具备良好防尘防潮性

能。



4.适配与产业化指标：支持 12 类主流终端快速适配，适配

周期缩短至 15-30 天；核心元器件 100% 国产化，量产良率稳

定在 98% 以上，单条产线日产能达 6000 套，跨设备协同延迟

≤50ms。

三、技术的创造性与先进性

1.核心器件原创突破：独创 “中心圆形 + 双环形” 复合振

动膜结构，在国际上首次于微型尺度实现全频段高保真音质，攻

克微型化与高品质音质难以兼得的行业难题，性能一致性与生产

良率达行业顶尖水平。

2.适配模式革新：重构 “核心板 + 扩展板” 模块化架构与

可配置软件系统，替代传统 “一对一定制” 模式，将适配周期从

数月缩短至 15-30 天，成本降低约 60%，大幅提升市场响应速

度与适配广度。

3.产业链与协同能力领先：实现核心元器件 100% 国产化，

打破进口依赖，构建安全可控的供应链体系；率先研发基于

UWB 的低延迟多终端协同方案，填补国内跨设备语音协同技术

空白，推动全场景智能生态构建。

4.产业化水平突出：搭建高度自动化柔性生产线，建立全流

程质量管控体系，量产良率≥98%，综合成本较进口同类产品降

低 20%-30%，较国内同类高端产品降低 15%-20%，兼具高性能、

低成本与稳定交付能力，技术指标全面领先国内同行。


